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Mehrschichtige gedruckte Schaltungspl atte 



Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige gedruckte 
Schaltungsplatte mit integrlerten . elektronischen Halb- 
leiter- und/oder Hybridbauel ementen. 

5 Bei den deni Fachmann allgemein bekannten Schaltungspl at- 

ten dieser Art sind die Halbleiterbauelemente jeweils in 

einem mit einem GehSuserahmen. einem Bodenteil und einem 

Verschlussdeckel versehenen Gehause eingeschl ossen . 

wobei die zahlreichen. von den Bauelementen nach aussen 

10 abstehenden AnschTussl ei ter mit durch den Geha userahmen 

gefiihrten Lei terstucken elektrisch verbunden (verbonded) 
sind. 

Bei ihrer Integration in einer Schaltungsplatte werden 
diese Bauelemente auf der Oberseite einer bei spi el swei se 
15 mehrere Lei terschichten aufweisenden Leiterplatte an 
vorgegebenen Stellen befestigt, wobei ihre ausseren 
Leiterstucke mit den vorgesehenen Leitern der Schal- 
tungsplatte verliitet werden. 

20 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schal- 
tungsplatte zu entwfckeln, die eine hohere Packungsdich- 
te der Bauelemente sowie eine verbesserte Warmeabl ei tung 
von den Bauelementen ermoglicht. Die Losung dieser Auf- 
gabe erfolgt aufgrund der kennzeichnenden Merkmale des 

25 Patentanspruchs 1. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in grosse- 
rem Massstab dargestel 1 ten Ausf uhrungsbeispi el s naher 
erl autert. 



Die Zeichnung zeigt einen Eckbereich einer Schaltungs- 
platte in perspektivischer schematischer Darstellung, 
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teilwelse Iro Schnitt und mit einem aus Darstell ungsgrun- 
den weggebrochenen Tetl einer verschi iessenden Lelter- 
platte. 

5 Die mit 1 bezeichneten Halbl ei terbauelemente haben im 
Gegensatz zu solchen, die an bekannten Schal tungspl atten 
vorgesehen sind, kein eigenes GehSuse sondern entspre- 
Chen ungehausten, aktiven Oder passiven e1 ektroni schen 
Komponenten. Dies ermoglicht ihre unmittelbare Befesti- 

10 gung (Kl ebebefesti gung) auf einer dem warmeausgl ei ch und 
der Warmeabl ei tung dienenden metalllschen Trager- 
platte 2, so dass sie wesentl ich besser, durch drrekte 
Warmeabl ei tung an die Tragerplatte 2, gekuhlt werden. Da 
die elektronischen Hal bl ei terbauel emente 1 direkt mit 

15 Anschl ussleitern 3 an Leiter 4 einer Spei sel ei terschicht 
5 ohne Zwi schenschal tung eines jeweiligen Gehauserahmens 
angebonded sind, haben sie einen geringen Platzbedarf, 
so dass sie in relativ enger Packungsdichte nebeneinan- 
der auf der Tragerplatte 2 angeordnet und befestigt 

20 werden konnen. 

Zur Bildung eines Ersatzgehauses aus mindestens zwei 
Lei terpl atten 6,7 zusammen mit der Tragerplatte 2, sind 
1n der mittTeren, als Speiseleiterplatte ausgebil deten 
25 Leiterplatte 6 f ensterarti ge Auf nahmeoff nungen 8 fur die 
Halbleiterbauelemente 1 vorgesehen, welche durch die die 
erste Leiterplatte 6 iiberdeckende , als Verbi ndungsl ei - 
terplatte vorgesehene, zweite Leiterplatte 7 verschlos- 
sen sind. 

30 

Die durch die fensterartigen Auf nahmeoff nungen 8 in der 
ersten Leiterplatte 6 entfallenden Leiterbahnen sind 
stattdessen in der zweiten Leiterplatte 7 vorgesehen. 
Die elektrischen Verbindungen zwischen den verschi edenen 
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in der ersten Leiterplatte 6 und der zweiten Leiterplat- 
te 7 In mehreren iibereinander liegenden Ebenen vorgese- 
henen Leiterschlchten 9 bis 12 werden tnittels durch- 
metall isierter Verbindungs- und/oder Sackloch- 
bohrungen 14, 14'. 15 an schaltungsspezi f 1 schen. d.h. 
geeigneten Stellen, auf an sich bekannte Weise erreicht. 
Ein Ten belspielsweise in ublicher Aetztechnik auf der 
Oeckschicht der zweiten Leiterplatte 7 vorgesehener , 
weiterer Leitungsmuster ist durch den mit 20 bezeichne- 
ten Bereich schematisch angedeutet. 

Auf der gegenuberl iegenden Seite der belspielsweise aus 
Aluminium bestehenden TrSgerplatte 2 konnen ebenfalls 
Halbleiterbauelemente 1 auf gleiche Weise, wie vorste- 
hend beschrieben in fensterarti gen Auf nahmebf f nungen 
direkt auf der Tragerplatte 2 befestigt sein. Die bei 
diesem Beispiel bereits miteinander verklebten und sche- 
matisch dargestelUen Leiterplatten auf dieser anderen 
Tragerplattenseite sind in 1hrer Gesamthelt mit 17 be- 
zeichnet. 

Die Dicke der ersten Leiterplatte 6 liegt in tier Gros- 
senordnung von 0,8mm bis 1,2mm unter Einschluss der 
entsprechenden Lei terschichten und ist grosser als die 
Dicke der Halbleiterbauelemente 1. Die nur eine Leiter- 
schicht 12 einschl iessende rweite Leiterplatte 7, die 
auch als Verbindungs- Oder Verschl usspl atte dient. hat 
z.B. eine Dicke von 0,5 mm. Die Leiterschlchten und das 
sie umschliessende Kunststof fmaterial entsprechen den 
fur Leiterplatten ubiichen Materialien. In der uber- 
deckenden Leiterplatte 7 konnen transparente Bereiche 
18, z.B. fiir das Loschen von EPROM'S (Eroseable Pro- 
grammable Read Only Memory) vorgesehen sein. Weiterhin 
kann die zweite Leiterplatte 7 auch als Tragertell fOr 
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weitere, nicht naher dargestellte SMD-Bauelemente j 
(Surface Mounted Device) dienen. 

Neben den Vorteilen e1ner bestmogl ichen warmeabl el tung \ 
5 von den el ektroni schen Beuel ementen 1 uber die Trager- 
platte 2 und ihre wesentlich erhohbare Dichte ihrer 
Anordnung nebenel nander ergeben sich aufgrund der Erfln- 
dung zahlreiche weitere Vortelle. Fur die Herstellung 
der Schal tungsplatte sind ausgehend von den gehauselosen 

15 IC-Chips weniger Fertigungsschritte erf order! ich. Auf- 
grund der Yermeidung i ndi vi duel 1 er Gehause mit Gehause- 
rahmen, durch die die el ektri schen Anschlusse hindurch- 
gefuhrt sind, ergibt sich eine erhebliche Verringerung 
der Anzahl von herzustel 1 enden elektrischen Verbindungen 

20 mit entsprechend verbesserter Zu verl assi gkei t. Die Zu- 
verl assigkeit wird weiterhin durch die bessere Be- 
herrschbarkeit unterschiedl icher Warmedehnungen zwischen 
den Bauel ementen 1 und der TrHgerplatte 2 erhoht. Bei 
dem Entwurf der Schaltungen ergibt sich eine Vereinfa- 

25 Chung, da nicht verschiedene Gehausebauf ormen von Bau- 
elementen berucksichtigt werden mussen. 
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PatentansprOche: 



1. Mehrschichtige gcdruckte Schaltungspl atte roit inte- 
grierten, el ektronl schen Halbleiter- und/pder Hybrid- 
hauelementen, dadurch gekennzelchnet, dass die elek- 
tronlschen Bauelemente (1) gehauselos unmittelbar auf 
einer gemeinsamen metal 1 i schen Tragerplatte (2) befe- 
stigt und in fensterarti gen Auf nahmeof f nungen (8) 
einer auf der Tragjerpl atte (2) befestigten, mit Lei- 
terschlcbten (5,9,10,11) versehenen ersten Leiter- 
platte (6) angeordnet sowie mit Leitern (4) mit der 
elnen Lei terschicht (5) verbonded sind. 



2. Schaltungspl atte nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine auf der ersten Leiterplatte (6) be- 
festigte, die Aufnahmeoff nungen (8) verschl iessende 
und mindestens eine Lei terschicht (12) aufweisende 
2weite Leiterplatte (7). 

3. Schaltungsplatte nach Anspruch 2, gekennze'ichnet 
durch In der zweiten Leiterplatte (7) vorgesehene 
transparente Berelche (18). 

Schaltungsplatte nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
dadurch gekennzelchnet. dass auf beiden Seiten der 
Tragerplatte (2) el ektronl sche Bauelemente (1) befe- 
stigt und in Lei terpl atten (6,7;17) eingeschl ossen 
sind. 



4. 
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